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摘   要：美国《2022 年芯片法案》是未来一段时期内美国芯片领域的指导性文件，对全球半导体技

术发展、产业经济和供应链都将产生重要影响。分析美国《2022 年芯片法案》，以隐性狄利克雷分布

（Latent Dirichlet Allocation，LDA）模型的 15 个主题挖掘结果为基础，细粒度解读该法案半导体

管理与激励措施，探讨其政策重点。美国《2022 年芯片法案》提出由国家指导和授权半导体发展相

关计划，其政策重点包括半导体激励措施的审查与监管、创建基金以激励半导体生产、培养半导体

人才、优先支持美国关键制造业供应链实体等，结合中国半导体产业实际提出对策与启示。
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主题视角下的美国《2022 年芯片法案》
半导体管理与激励政策研究

2022 年 8 月，美国政府签署并发布了《2022 年

最高法院安全资助法案》，因其对芯片与科学研究

领域的关注，又名《芯片与科学法案》（Chips and 

Science Act of 2022）。美国《芯片与科学法案》是

近年来美国官方发布的级别最高、体量最大、覆盖

范围最广的法案之一，全文共计 158 658 词。其结

构复杂、体系庞大，涉及多个具体法案，第一部分

内容为《2022 年芯片法案》（Chips Act of 2022），

该文件授权对美国本土芯片产业提供巨额补贴和减

税优惠，同时禁止美国联邦激励基金获得者在“对

美国构成国家安全威胁的特定国家”扩大半导体产

能。违反禁令者可能会被要求全额退还补贴款项 [1]。

大国博弈背景下，这一法案对全球半导体产业产生

深远影响。

美国《芯片与科学法案》一经发布，其第一部

分《2022 年芯片法案》迅速成为热点内容，在国

内引发高度关注，权威媒体、学者专家纷纷发表有

关评论 [2]。然而，目前关于该法案的研究主要是专

栏快评，缺少深层次的分析与阐释。已有的学术研

究主要集中在影响分析、政策应对等方面 [3]。赵健

雅等 [4] 从全球半导体产业的竞争背景出发，分析

美国《2022 年芯片法案》的立法目的与核心内容，

探讨该法案带给中国的科技安全情报启发。肖君拥

等 [5] 通过分析出台背景等内容，对美国“芯片法案”

的历史根源及效果预估进行研究。杨忠等 [6] 梳理

该法案出台背景和内容框架，提出美国半导体产业

特征、支柱产业需求和两党政治斗争妥协是法案出

台的直接原因，并基于创新链理论的视角，分析法

案对中国半导体产业发展的影响及对策。综上所

述，现有对美国“芯片法案”的研究以宏观研究为

主，微观研究较少；以定性研究为主，定量研究尚

有不足。
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《2022 年芯片法案》是未来一段时期内美国

芯片领域的指导性文件，对全球半导体技术发展、

产业经济和供应链都将产生重要影响。本文考察分

析美国《2022 年芯片法案》，运用隐性狄利克雷分

布（Latent Dirichlet Allocation，LDA）主题模型，通

过文档层面的词语共现实现对该法案的主题挖掘；

以定量结果为基础，细粒度解读《2022 年芯片法案》

半导体管理与激励措施，并探讨其政策重点。

1　研究设计

1.1　相关方法

1.1.1　基于自然语言处理工具的文本处理

自然语言处理工具（Natural Language Toolkit，

NLTK）基于 Python 语言，它为多个语料库和词汇

资源提供全面、易用的接口 [7]。NLTK 的应用场景

包括分类、词干提取、解析和语义推理等过程，其

功能涵盖分词、词性标注、实体命名和句法分析等。

1.1.2　LDA 主题模型

LDA 主题模型是一种能够有效挖掘和分析文

本数据语义主题的算法，由 Blei 等 [8] 提出，该方

法被广泛应用于文本数据挖掘领域。LDA 主题模

型将文档集合中每篇文档的主题以概率分布的形式

给出，根据主题分布进行主题聚类或文本分类。利

用该模型会得到每个主题下的关键词集合，对关键

词集合进行分析提炼可以得到主题挖掘结果 [9]。

1.2　研究框架

本文以美国《2022 年芯片法案》半导体管理

与激励措施为研究对象，构建由数据获得与选取、

数据处理、主题发现和结果分析等 4 个过程组成的

研究框架，如图 1 所示。

具体步骤为：（1）数据获得与选取。通过开

源渠道获得原始数据，即获取美国《芯片与科学法

案》官方版本，根据研究对象选取具体内容作为主

题挖掘基础。（2）数据处理。对所选语料进行数

据清洗和整理，使用 NLTK 分句和分词；构建自定

义的停用词表，去除分词结果中的停用词，得到最

终的待输入数据。（3）主题发现。对待输入语料

进行词频统计，利用 Wordcloud 工具生成词云，基

于 LDA 主题模型对数据进行主题建模，通过主题

数确定、主题挖掘、主题分布分析 2 个过程得到主

题发现结果。（4）结果分析。在步骤（3）的基础

获得美国《芯片与科学法案》

数据获得与选取
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图 1　研究框架

上提取主题内容，为模型所得量化结果赋予政策性

意义，并结合专家智慧对结果进行定性和定量的细

粒度解读；构造判断矩阵，分析美国《芯片与科学

法案》半导体管理与激励重点措施，获得研究结论。

2   《2022 年芯片法案》的获取与处理

2.1　来源与描述

本文以美国 H.R.4346 号文件《芯片与科学法

案》原文为基础数据，选取美国国会官方网站（www.

congress.gov）2022 年 9 月 8 日发布的法案公开版

本下载。该版本由美国国会图书馆国会研究服务机

构（Congressional Research Service，CRS） 提 供，

CRS 专门为美国国会工作，负责向众议院、参议院

委员会和议员提供政策和法律的权威、机密分析。

法案内容结构如图 2 所示。

美国《芯片与科学法案》由《2022 年芯片法

案》《研究与创新》《向美国最高法院的补充拨

款》3 个部分组成，前两个部分是法案的主体内

容。第一部分《2022 年芯片法案》聚焦于美国半

导体供应链短缺问题，旨在提出美国半导体生产的

·科技政策研究方法·
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激励措施并开展有关活动。第二部分《研究与创

新》包含面向未来的能源科学部、面向未来的国

家标准与技术研究院（National Institute of Standards 

and Technology，NIST）、面向未来的国家科学基

金（National Science Foundation，NSF）、生物经济

研究与发展、扩大科学参与、其他科学技术条款、

国家航空航天局授权法案等 7 个方面的内容；这一

部分内容从教育、人才、资金、安全和监管等角度

详细描述了能源、生物、航空和海洋等重要领域的

技术路线、研究条件和创新激励措施，以法案的形

式明确美国联邦各机构职责。第三部分《向美国最

高法院的补充拨款》授权为美国法警局和最高法院

等机构追加拨款以应对面临的威胁。

为研究美国《芯片与科学法案》对芯片领域科

学技术的科研管理和激励措施，本文选取法案热点

内容，即第一部分《2022 年芯片法案》作为主题

挖掘的基础。

2.2　数据处理与主题发现

2.2.1　语料处理

使用 NLTK 对语料库依次进行大小写转换、分

句和分词等处理。结合数据特征，构建个性化停用

词表并去除停用词，获得 LDA 主题模型待输入语

料。经过处理后的数据以单词的形式存在，示例见

表 1。	

图 2　美国《芯片与科学法案》主要内容结构

美国《芯片与科学法案》

《2022年芯片法案》

第三部分：《向美国最高法院的
 补充拨款》

第二部分：《研究与创新》

面向未来的能源科学部

面向未来的国家标准与技术
研究所

面向未来的国家科学基金

生物经济研究与发展

扩大科学参与

其他科学技术条款

国家航空航天局授权法案

第一部分：

表 1　语料处理前后示例

状态 示例

原始语料 By the date on which the Act can make full-year appropriation

处理后的语料 Date, act, make, full-year, appropriation

2.2.2　词频统计与词云

在 数 据 处 理 的 基 础 上 统 计 语 料 词 频， 使 用

Wordcloud 工具基于词频生成如图 3 所示的词云。

词云图对语料中的关键词予以视觉化的展现，可过

滤大量低频低质的文本信息。考虑到部分词组（如

national，science 等）本身会作为固定搭配的政策
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术语在法案中高频出现，导致对具有政策性指向意

义的关键词（如 fiscal，fund 等）形成遮盖，本文

在绘制词云时剔除了相关词组。

单词在语料中出现的频率越高，该词在词云中

就越为醒目。图 3 中，“半导体（semiconductor）”“金

额（amount）”“部长（secretary）”等词最为明

显，直观地揭示了美国《芯片与科学法案》第一部

分《2022 年芯片法案》的主题：美国政府采取具

体行动，特别是资金支持激励半导体产业发展。“实

体（entity）”“财政（fiscal）”“项目（project）”“制

造业（manufacturing）”“目标（purpose）”等词

也较为突出，一定程度上反映了《2022 年芯片法案》

的涉及领域和重点内容。

2.2.3　LDA 主题发现

在此基础上，使用 LDA 主题模型对《2022 年

芯片法案》进行主题发现，以便深层次的信息揭示

与分析。LDA 主题模型的主题数是一个重要的输

入参数，该参数的恰当与否直接影响主题挖掘效果

的好坏。主题数的选取通常采用模型困惑度进行衡

量 [10]。困惑度可以理解为模型对文档属于某个主

题的不确定程度，困惑度越低，说明主题模型的效

果越好。

计算《2022 年芯片法案》语料的主题数及相

应困惑度，结果如图 4 所示。《2022 年芯片法案》

在主题数为 15 个附近时困惑度处于一个较低的范

围 [11]。综合考虑困惑度、语料规模和主题一致性

等因素，本文确定模型主题数取值为 15。

运用 LDA 主题模型对《2022 年芯片法案》进

行主题挖掘，处理结果记录在表 2 中。表 2 共有

15 组关键词，每组关键词对应语料的一个主题，

以 T1 ～ T15 为每个主题赋予主题编号。关键词前

的数字代表该词在主题中的概率。主题占比反映了

相应主题在文档中的分布比例。

3　主题视角下的美国《2022年芯片法案》
　  分析

3.1　法案主题分析

根据表 2 的主题挖掘结果，分别对 15 个关键

词集合进行分析，提炼出美国《2022 年芯片法案》

图 3　基于词频的法案词云

图 4　主题数－困惑度曲线

·科技政策研究方法·
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表 2　美国《2022 年芯片法案》主题挖掘结果

主题
编号

关键词及概率（排名前 10 位） 关键词中文结果
主题
占比

T1 0.077*investment，0.077*define，0.051*commerce，0.042*exempt，0.040*control
0.040*loan，0.039*add，0.037*provide，0.033*project，0.031*federal

投资、界定、贸易、豁免、控制
贷款、添加、供应、项目、联邦

0.075

T2 0.263*secretary，0.089*advance，0.061*clause，0.039*deficit，0.038*budget
0.037*provide，0.030*enter，0.023*additional，0.017*section，0.017*allocation

部长、预先、条款、赤字、预算
供应、进入、额外、部门、分配

0.072

T3 0.182*transaction，0.061*emergency，0.046*defense，0.045*technology，0.041*public
0.028*fund，0.026*foreign，0.022*joint，0.019*system，0.016*establish

交易、紧急、防御、技术、公共
资金、外资、合资、系统、建立

0.067

T4 0.165*manufacture，0.163*respect，0.086*defense，0.070*term，0.032*agreement
0.021*appropriate，0.018*support，0.017*concern，0.016*congress，0.016*act

制造、适用、防御、期限、协议
拨款、支持、影响、国会、法案

0.066

T5 0.211*code，0.080*revenue，0.065*authorization，0.047*allocation，0.042*carry
0.042*regard，0.032*conference，0.031*committee，0.027*capacity，0.016*statement

规范、税收、授权、分配、执行
关注、会议、委员会、能力、报告

0.063

T6 0.076*construction，0.069*effect，0.054*determine，0.053*time，0.046*supply
0.040*facility，0.038*remain，0.034*chain，0.024* secure，0.023*involve

结构、影响、决定、时间、供应
设施、保留、链条、安全、涉及

0.060

T7 0.118*determine，0.102*semiconductor，0.095*strike，0.067*paygo，0.048*balance
0.036*law，0.022*classification，0.020*report，0.020*defense，0.018*guidance

决心、半导体、打击、收支、平衡
法律、分类、报告、防御、指导

0.070

T8 0.213*purpose，0.143*amend，0.100*cover，0.058*financial，0.030*period，
0.019*violation，0.018*workforce，0.018*development，0.016*congress，0.015*loan

用途、修订、涵盖、财务、期限
违规、劳动力、发展、国会、贷款

0.073

T9 0.062*assistance，0.058*program，0.051*code，0.041*enactment，0.034*item
0.034*issue，0.034*expansion，0.025*relate，0.020*include，0.019*rule

援助、计划、法典、颁布、项目
问题、扩张、相关、包含、规则

0.067

T10 0.184*applicable，0.109*pursuant，0.095*apply，0.036*days，0.031*individual
0.026*period，0.026*redesignate，0.023*department，0.021*fund，0.017*country

适用、依据、申请、天数、个别
期限、重定、部门、基金、国家

0.066

T11 0.101*budget，0.099*revenue，0.057*statutory，0.049*manufacture，0.038*effect
0.034*alternate，0.031*application，0.028*entity，0.026*establish，0.022*senate

预算、税收、法定、制造业、影响
替代、申请、实体、建立、参议院

0.064

T12 0.278*amount，0.081*exemption，0.062*entity，0.036*congress，0.033*scorecard
0.019*allocation，0.017*chips，0.016*decade，0.016*notice，0.012*corporation

金额、免除、实体、国会、记分卡
拨款、芯片、十年、通知、公司

0.066

T13 0.151*fiscal，0.102*internal，0.073*entity，0.037*sequestration，0.025*congress
0.025*semiconductor，0.022*president，0.021*effect，0.017*authority，0.014*code

财政、内政、实体、扣押、国会
半导体、总统、影响、授权、法典

0.072

T14 0.300*payment，0.051*term，0.042*account，0.026*activity，0.022*classification
0.020*law，0.020*vulnerability，0.012*program，0.011*function，0.010*period

付款、期限、账户、活动、类别
法律、弱势、程序、职能、时间

0.058

T15 0.105*budget，0.060*requirement，0.055*issue，0.047*institute，0.044*maintain
0.041*appropriation，0.029*set，0.026*mature，0.023*balance，0.023*pay-as-
you-go

预算、需求、发放、研究院、维持
拨款、成套、到期、平衡、现收付

0.060

的主题。这 15 个主题依次为：创建联邦半导体生

产激励措施基金；扩大与半导体激励措施相关的财

政援助计划；创建美国国防基金；创建公共无线供

应链创新基金；半导体激励措施的审查与监管；创

建美国国际科技安全和创新基金；决定由国家指导

和授权法案相关计划；创建微电子劳动力发展活动

教育基金；为相关实体提供美国联邦财政援助；规

定相关资金不得用于在美国境外建造、修改或改善

设施；制定先进制造业投资税收抵免政策；修订国

家半导体技术中心职能；优先支持美国关键制造业

供应链实体；制定关于特殊援助实体的政策；设立

不超过两个美国制造业研究院；等等。主题分析结

果如表 3 所示，表 3 中还给出了各主题对应的法案

内容。

结合法案原文，根据主题分析结果研究美国

《2022 年芯片法案》半导体管理与激励措施。如

主题 T7 所示，《2022 年芯片法案》提供资金支持

半导体在美国国内的生产，并授权联邦科学机构的

各种计划和活动。

T1、T3、T4、T6 以 及 T8 这 5 个 主 题 反 映 了
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法案“为创造生产半导体的有益激励措施”而设立

并提供资金的 5 个基金组织。其中，美国联邦半导

体生产激励措施基金旨在开展与创造与美国生产半

导体的激励措施有关的活动；美国国防基金旨在实

施国家微电子研发网络，满足国防军工芯片设备生

产；美国国际技术安全与创新基金为美国国际信息

通信技术安全和半导体供应链活动提供资金，重点

支持、开发和采用安全可信的电信技术、安全半导

体、安全半导体供应链和其他新兴技术，在执行时

具体划分为多边半导体安全基金和多边电信安全基

金；NSF 微电子劳动力发展活动教育基金旨在加快

美国微电子的国内开发和生产，加强其国内微电子

劳动力水平；公共无线供应链创新基金致力于保障

美国民口无线设备供应链安全 [12]。

T2、T9、T11 以及 T14 这 4 个主题反映了美国

《2022 年芯片法案》与半导体激励相关的财政援

助计划和措施。主题 T2 表明，法案扩大了与半导

体激励措施相关的财政援助计划，将半导体生产以

及与半导体生产相关的设备和材料包括在内。主题

T9 与法案中的财政援助计划有关，即美国商务部

表 3　美国《芯片与科学法案》主题分析结果

主题编号 主题名称 对应法案内容

T1 创建联邦半导体生产激励措施基金 法案第 102 节：设立联邦半导体生产激励措施基金并提供
资金，创造生产半导体的有益激励措施（CHIPS）

T2 扩大与半导体激励措施相关的财政援助计划 法案第 103 节：扩大了与半导体激励措施相关的财政援助
计划，将半导体生产以及与半导体生产相关的设备和材料
包括在内

T3 创建美国国防基金 法案第 102 节：设立美国国防基金并提供资金，创造生产
半导体的有益激励措施

T4 创建公共无线供应链创新基金 法案第 106 节：为公共无线供应链创新基金提供资金；
法案第 105 节：提交公共无线供应链创新基金年度报告

T5 半导体激励措施的审查与监管 法案第 105 节：政府问责局（GAO）应评估联邦政府如何
采取具体行动解决半导体供应链短缺问题

T6 创建美国国际科技安全和创新基金 法案第 102 节：设立美国国际技术安全与创新基金并提供
资金，创造生产半导体的有益激励机制措施

T7 决定由国家指导和授权法案相关计划 法案整体：国家提供资金支持半导体的国内生产，并授权
联邦科学机构的各种计划和活动

T8 创建微电子劳动力发展活动教育基金 法案第 102 节：设立 NSF 微电子劳动力发展活动教育基
金并提供资金，为美国劳动力创造生产半导体的有益激
励措施

T9 为相关实体提供联邦财政援助 法案第 103 节：商务部可向任何此类机构提供与半导体制
造相关的财政援助

T10 不得用于在美国境外建造、修改或改善设施 法案第 103 节：根据该计划提供的资金不得用于在美国境
外建造、修改或改善设施。

T11 制定先进制造业实体的投资税收抵免政策 法案第 107 节：规定了先进制造业投资税收抵免的金额比
例和适用实体对象

T12 修订国家半导体技术中心职能 法案第 103 节：将国家半导体技术中心的目标定位增加国
内半导体劳动力，修订该中心职能

T13 优先支持美国关键制造业供应链实体 法案第 103 节：商务部应在财政援助计划中制订一项额外
计划，必须优先考虑支持美国关键制造业半导体供应链弹
性的受保主体

T14 制定关于特殊援助实体的政策 法案第 104 节：财政援助计划中安排部署与经济弱势个人、
少数民族企业、退伍军人企业和妇女企业相关的活动

T15 设立不超过两个美国制造业研究院 法案第 103 节：美国国家标准与技术研究院（NIST）可设
立不超过两个美国制造业研究院
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应在财政援助计划中制订一项额外计划，向相关实

体提供联邦财政援助，以激励对美国半导体制造、

组装、测试或包装设施和设备成熟技术节点的投资。

主题 T11 指出了法案对先进制造业（主要为芯片

制造）实体的投资税收抵免政策，抵免金额为合法

纳税人任意先进制造业设施在纳税年度合法投资的

25%。主题 T14 反映了美国《2022 年芯片法案》

对特殊援助对象的关注，法案指出美国商务部应在

财政援助计划中安排部署与经济弱势个人、少数民

族企业、退伍军人企业和妇女企业相关的活动。

T5、T12 以 及 T15 这 3 个 主 题 反 映 了 美 国

《2022 年芯片法案》对美国政府机构在半导体

产业中的职能规定和调整。法案规定政府问责局

（Government Accountability Office，GAO） 应 评 估

美国联邦政府如何采取具体行动解决半导体供应链

短缺问题，包括需求方激励措施，即与信息和通信

技术供应链相关的激励措施；以及在美国和全球范

围内采取额外激励措施，加快利用领先的半导体

技术解决成熟半导体实体的短缺问题。法案规定

GAO 在给国会的报告中还应描述相关项目如何支

持美国关键基础设施行业的半导体需求。关键基础

设施行业为美国基础设施安全局指定的行业，如网

络安全等。如主题 T12 所示，美国《2022 年芯片

法案》规定美国国家半导体技术中心的目标是增加

国内半导体劳动力。法案规定美国国家半导体技术

中心应支持初创公司以及初创公司、学术界、老牌

公司和新企业之间的合作。《2022 年芯片法案》

修订了该中心的职能，规定其对激励和扩大参与微

电子相关项目的支持应具有地域多样性，如社区大

学等。此外，主题 T15 的内容为法案明确美国国家

标准与技术研究院（NIST）可设立不超过两个美国

制造业研究院，其财政由美国商务部支持 [13]。

T10、T13 这 2 个主题反映了美国《2022 年芯片

法案》相关半导体管理与激励措施的排他性，其制

定思路是保障美国国内芯片稳定供应和维护美国的

技术优势。法案规定，在提供联邦财政援助时，美

国商务部必须优先考虑支持美国关键制造业和半导

体供应链弹性的受保主体。同时，根据相关计划提

供的资金不得用于在美国境外建造、修改或改善半

导体设施。这部分内容在主题 T5 和 T7 中也有所体现。

3.2　美国《2022 年芯片法案》政策重点识别

根 据 上 述 分 析， 运 用 层 次 分 析 法（Analytic 

Hierarchy Process，AHP）评估和识别美国《2022 年

芯片法案》政策重点。AHP 能够综合使用定性、

定量方法分析评估多因素复杂问题。美国《2022 年

芯片法案》的决策目标为提高美国半导体产业竞争

力，其主要政策和措施体现在 LDA 主题模型挖掘

的 15 个主题分析结果中 [14]。这些政策举措可以划

分为成立半导体生产激励基金、调整政府机构在

半导体产业中的职能、制订和实施半导体激励财

政援助计划、保障美国国内芯片稳定供应链和维

护美国的技术优势等 4 类，依次记为 C1 ～ C4。

在此基础上构建这一问题的 AHP 层次结构模型，

如图 5 所示。

本文运用 LDA 主题模型进行美国《2022 年芯

片法案》内容文本挖掘，在获得主题挖掘结果的同

时也得到了主题占比（见表 2）。主题占比反映了

相应主题在文档中的分布比例，可作为法案政策重

图 5　法案政策重点评估层次结构模型

提高美国半导体
产业竞争力

C1：成立半导体生产
激励基金

供选择方案供选择方案

中间层要素中间层要素

决策目标决策目标

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T9T8 T11 T12 T13T10 T14 T15T9T8 T11 T12 T13T10 T14 T15T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T9T8 T11 T12 T13T10 T14 T15

C2：调整政府机构在
半导体产业中的职能

C3：制订和实施半导体
激励财政援助计划

C4：保障美国供应链和
维持美国技术优势
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点识别的量化依据。以主题占比为基础，计算美国

《2022 年芯片法案》AHP 层次结构模型方案层和

表 5　主题权重结果排序

编号 权重 排序

T7 0.1747 1

T5 0.1048 2

T1 0.0624 3

T8 0.0607 4

案层要素对决策目标的排序权重。第 b 个方案层要

素对决策目标的排序权重 wb，计算方法如下：

                          。                                            （1）

其中，m 为中间层要素个数，wi 为第 i 个中间层要

素对应权重，wbj 为第 b 个方案层要素对第 i 个中间

层要素的权重。最终计算得到主题权重结果排序见

表 5。

中间层要素的单层次权重，结果如表 4 所示。

在上述结果的基础上，计算层次总排序，即方

表 4　单层次权重计算结果

中间层 主题占比 中间层权重 主题方案层 主题占比 主题单层权重

C1 0.341 0.2837 T1 0.075 0.2199

T3 0.067 0.1965

T4 0.066 0.1935

T6 0.06 0.1760

T8 0.073 0.2141

C2 0.259 0.2155 T5 0.063 0.2432

T7 0.07 0.2702

T12 0.066 0.2548

T15 0.06 0.2317

C3 0.331 0.2754 T2 0.072 0.2175

T7 0.07 0.2115

T9 0.067 0.2024

T11 0.064 0.1934

T14 0.058 0.1752

C4 0.271 0.2255 T5 0.063 0.2325

T7 0.07 0.2583

T10 0.066 0.2435

T13 0.072 0.2657

编号 权重 排序

T13 0.0599 5

T2 0.0599 6

T3 0.0557 7

T9 0.0557 8

T12 0.0549 9

T10 0.0549 10

T4 0.0549 11

T11 0.0533 12

T15 0.0499 13

T6 0.0499 14

T14 0.0483 15

续表
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分析权重排序结果。权重排在前 5 位的政策

方案依次为 T7、T5、T1、T8 和 T13，5 个主题对

应的举措可以视为美国《2022 年芯片法案》的政

策重点。其中，排在第一位的政策内容为法案决

定由国家指导和授权法案相关计划，该主题最能

反映《2022 年芯片法案》的本质特征，是对法案

内容的整体描述。主题 T5 对应的政策为半导体激

励措施的审查与监管，这是美国《2022 年芯片法

案》的另一个重要内容。法案对半导体激励措施的

审查与监管十分严格，做出了诸多细节上的规定。

这些审查既包括对美国政府机构履行职责、落实激

励措施的监管，也包括对受资助实体相关情况的审

核，如每个受保实体使用财政援助方案提供的资金

签署合同和分包合同的数量和金额；半导体激励基

金的资金分配方式、分配对象、资助实体控股情

况等。主题 T1、T8 对应的政策内容为创建联邦半

导体生产激励措施基金和微电子劳动力发展活动教

育基金，其中美国联邦半导体生产激励措施基金涉

及金额高达 500 亿美元，含 390 亿美元的半导体制

造实体资金和 110 亿美元的半导体高精尖技术研发

资金；微电子劳动力发展活动教育基金涉及金额

为 2 亿美元，金额数量虽较小，但该基金致力于建

立健全美国半导体制造行业从设计、研发到制造、

包装全流程的劳动力人才和学徒培训制度，其影响

之深远不容小觑。主题 T13 对应的政策内容为优

先支持美国关键制造业供应链实体，该政策同样

为美国半导体战略的核心准则之一。无论是美国

《2022 年芯片法案》之前出台的《2021 国防授权

法案》，还是后续美国总统科技顾问委员会向美国

总统提交的咨询报告《振兴美国半导体生态系统》、

美国商务部发布的《美国资助芯片战略》，都是该

政策的延伸，与《2022 年芯片法案》一脉相承。

4　结论与启示

美国《2022 年芯片法案》是大国博弈背景下

美国应对日趋激烈的科技竞争所出台的代表性文

件，其政策既包括调整美国政府机构在半导体产业

中的职能、制订和实施半导体激励财政援助计划、

保障美国国内芯片稳定供应，又包括维护美国的技

术优势，制衡打压竞争对手。美国《2022 年芯片

法案》的核心为美国决定由国家指导和授权实施半

导体产业相关计划，其政策重点为对半导体激励措

施的审查与监管、创建基金以激励半导体生产，培

养半导体人才、优先支持美国关键制造业供应链实

体等。

当前，美国在全球半导体技术和产业领域仍处

于领先地位。《2022 年芯片法案》的出台和实施，

可能会进一步强化美国对半导体产业链的控制力和

影响力，进而在大国竞争中占得先机和保持优势 [15]。

本文基于对美国《2022 年芯片法案》主题内容的

分析和重点政策的识别，提出中国半导体产业发展

的启示和应对之策。一是要居安思危，畅通半导体

产业环节，确保中国半导体产业供应链安全。美国

《2022 年芯片法案》的一个重要目的即为确保美国

半导体供应链可控与安全。中国半导体产业发展虽

初见成效，但在高端人才储备、芯片研发设计、半

导体制造等领域仍存在短板。尽管相关供应链能够

满足日常生产需求，但在关键时期，其畅通性和可

控性尚无法得到充分保障，存在一定的不确定性。

二是要坚持政府主导、政策引导、资本参与发展半

导体产业。美国《2022 年芯片法案》既有国家层面

的政策支持，又由国家资金带动社会资本进入半导

体产业。中国要坚持政府主导，总揽全局统筹规划；

同时制定相关政策法规对半导体产业发展进行引

导；借力资本市场，使之参与到半导体研发等关键

环节，助力中国半导体产业关键技术的突破。三是

要加强建设半导体人才培养制度。人才是生产力中

最活跃的因素，美国《2022 年芯片法案》中关于劳

动力发展和教育的内容是其政策重点之一。尽管当

前中国半导体从业人口逐年增长，但半导体高端设

计人才和技术研发人才缺口很大。中国应全面建设

半导体人才培养机制，发挥政府、高校、科研机构

和企业的各自优势，形成半导体人才培养合力。■
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Abstract: The Chips Act of 2022 of the United States is a guiding document for the U.S. chip industry in the 
coming period, which will have a significant impact on global semiconductor technology development, industrial 
economy, and supply chain. This paper analyzes the Chips Act of 2022 of the United States, and based on the 
mining results of 15 topics in the Latent Dirichlet Allocation (LDA) model, provides a fine-grained interpretation 
of the semiconductor management and incentive measures of the act, exploring its policy priorities. The Chips 
Act of 2022 of the United States determines that semiconductor development related plans will be guided and 
authorized by the state. Its policy priorities include reviewing and regulating semiconductor incentive measures, 
creating funds to incentivise semiconductor production, cultivating semiconductor talents, and prioritizing support 
for key manufacturing supply chain entities in the United States. It proposes countermeasures and inspirations 
based on the actual situation of China’s semiconductor industry.
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